《印制电路板安全性 一般要求》（征求意见稿）
编制说明

一 任务来源

任务来源于中国电子电路行业协会标准委员会标准制修订项目计划《印制电路板安全性能规范》。本规范由中国电子电路行业协会标准委员会提出，由中国电子电路行业协会标准委员会归口，由深南电路股份有限公司牵头进行起草。

二 标准修订的意义和必要性

随着印制电路板的不断发展，印制板的设计既要考虑到满足电气连接、信号传输的功能要求，还要考虑其可靠性和安全性、制作工艺和装配工艺。在满足功能性、可靠性和安全性的前提下进行材料的选择并力求经济实用。目前，绝大部分电气产品的可靠性和安全性均有相应的规范，设计人员在进行产品设计时应确保设计的产品符合对应的规范，但是目前所关注的安全性主要是印制电路板本身安全性的一般要求。在制造业来说，标准就是规矩，也就是生产制造的一切准则，而安全又是一切事物存在的基础，所以安全标准是所有标准中的重中之重。但是长期以来，在PCB领域，安全一直以UL标准为准绳。而在电子互联领域，科技发展的速度之快，让我们难以想象，急需建立一份更加贴近行业，更具指导性的中国印制板安全规范，因此，2017本标准应运而生。
这5年以来，随着印制板加工技术、检验技术的不断提升，安全性能方面的要求往前更进一步，因此，需要对本标准进行修订，让其更符合目前印制板发展的现状，更能为印制板安全保驾护航。
三 编制过程
2023的2月，组长单位深南电路股份有限公司将《CPCA 团体标准制修订计划表》、《CPCA 团体标准制修订计划申请表》提交CPCA标委会，CPCA批复同意立项，缴纳项目资金10万。

2023年3月，组长单位深南电路在CPCA协会内征集组员和副组长单位，此次共征集副组长4名，组员24名，主要分工及名单如下表1。
表1  标准编制组成员及分工

	序号
	名称
	单位
	职位
	分工

	1
	戴 炯
	深南电路股份有限公司
	组长
	主要负责标准的编写、标准内容审核、进度控制、工作部署安排等。

	2
	张伟
	深圳市美信检测技术股份有限公司
	副组长
	协助组长进行标准内容的编写和审核

	3
	任尧儒
	生益电子股份有限公司
	副组长
	协助组长进行标准内容的编写和审核

	4
	招淑玲
	安捷利美维电子（厦门）有限责任公司
	副组长
	协助组长进行标准内容的编写和审核

	5
	张仁军
	四川英创力电子科技股份有限公司
	副组长
	协助组长进行标准内容的编写和审核

	6
	彭璟
	深圳市美信检测技术股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	7
	吕红刚
	生益电子股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	8
	朱云
	安捷利美维电子（厦门）有限责任公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	9
	郭达文
	江西红板科技股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	10
	李小明
	无锡睿龙新材料科技有限公司 
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	11
	粟俊华
	南亚新材料科技股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	12
	何立发 
	广东骏亚电子科技股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	13
	黄伟
	CPCA标委会专家
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	14
	孙该贤
	广州安费诺诚信软性电路有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	15
	廖婉蓉
	广州兴森快捷电路科技有限公司 
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	16
	赵勇
	重庆航凌电路板有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	17
	汪嵩庆
	CPCA标委会
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	18
	张霞
	深圳市景旺电子股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	19
	朱利明
	上海贺鸿电子科技股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	20
	李炎
	江苏富乐华半导体科技股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	21
	黄志宏
	兢陆电子有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	22
	黄勇
	苏州市华扬电子有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	23
	陈利
	南通深南电路有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	24
	张凯
	无锡深南电路有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	25
	叶晓菁
	深南电路股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	26
	王明乐
	深南电路股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	27
	王宾
	深南电路股份有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	28
	丁鹏
	天芯互联科技有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议

	29
	张静
	广州广芯封装基板有限公司
	组员
	参与标准审核，提供修改建议


2023年4月23号，召开首次线上会议，会议有组长和4家副组长单位共同参与，如下是会议纪要。
	《印制电路板安全性能规范》首次会议纪要

	会议时间
	2023/4/24  14:00-14:40

	会议方式
	腾讯会议

	与会人员   
(职称敬免）
	生益电子股份有限公司：任尧儒
深圳市美信检测技术股份有限公司：张伟、彭璟
安捷利美维电子（厦门）有限责任公司：招淑玲、朱云
四川英创力电子科技股份有限公司：张仁军
广州广芯封装基板有限公司：张静
CPCA标委会：黄伟
深南电路股份有限公司：戴炯

	会议主持
	戴炯

	会议记录
	戴炯

	会议主题 
	讨论本标准修订的思路

	会议议程

	1
	组长（戴炯）介绍项目背景和整体项目开展计划

	2
	明确此次标准修订的原则：结合实际需求，做中国人自己的安全性能规范，尽量去IPC和UL化，参考国家标准、行业标准和IEC国际标准

	3
	介绍深南准备的资料：
1）将标准原文中的17个项目跟行业标准、内部文件进行核对，输出修订意见
2）结合深南经验，提出11个建立新增的测试项目及理由

	4
	副组长（即各位与会专家）针对深南资料发表意见，看有无增补

	5
	输出待办

	会议待办

	序号
	项目名称
	主要内容
	负责人
	完成时间

	1
	标准核对
	核对标准原文中的现有测试项目以及深南的初步确认资料（已发送在工作群），明确本项目是否需要修改，如需要修改，请给出修改意见，结果回复在附件1中即可，具体分工如下：
	/
	/

	
	
	6.1-6.4章节：尺寸 、热应力、剥离强度、分层
	任尧儒
	2023.5.24

	
	
	6.5-6.9章节：镀层附着力、阻燃性、导电涂层附着力、不同介质材料热循环、银迁移 
	张伟、彭璟
	

	
	
	6.10-6.13章节：固体绝缘性能 、表面绝缘电阻、耐电压、金属基结合力 
	张仁军
	

	
	
	6.14-6.17章节：覆盖膜完整性、弯折性 、耐挠曲性、增强板附着力
	招淑玲、朱云
	

	2
	标准编写
	将今天会议讨论明确的9个新增测试项目编写完整，结果参考标准原文的编写（标准原文编辑档会在4.30号前发给大家），采用WORD格式回复即可，具体分工如下：
	/
	/

	
	
	CAF
	戴炯
	2023.5.24

	
	
	冷热冲击测试、吸湿性试验
	任尧儒
	

	
	
	Tg和卤素测试
	张伟、彭璟
	

	
	
	焊盘拉脱强度测试、耐溶剂测试
	招淑玲、朱云
	

	
	
	回流焊测试、离子污染度测试
	张仁军
	

	3
	标准统稿
	将各位副组长提供的内容汇整形成标准修订初稿，以便开展组员意见收集
	戴炯
	2023.5.30

	4
	资源共享
	每位成员将手头上的测试方面的标准（如GB 4677，GJB360, QJ832）全部共享到工作群
	全体组员
	即日起


2023年5月，组长和副组长单位完成新增标准内容编写，此次共增加9个新测试方法。

2023年6月，组长单位完成统稿并向所有组员进行意见收集，此次共收集到12家单位的回复意见，总意见达到121条，经过编制组内部讨论，直接采纳85条，不采纳21条，待讨论16条。

2023年7月，组长单位完成工作组讨论稿并向CPCA标委会秘书处申请召开首次标准面审会。
2023年9月，由中国电子电路行业协会标委会主持，于2023年9月14日在汕头召开了工作组讨论稿审查会，共有26个单位32位代表及专家参加会议，会议成立了审查组（名单附后），参加会议的单位有：中国电子电路行业协会、全国印制电路技术委员会、中认南信（江苏）检测技术有限公司、江南计算技术研究所实验中心、中兴通讯股份有限公司、无锡睿龙新材料科技有限公司、深圳崇达多层线路板有限公司、麦可罗泰克（常州）产品服务有限公司、汕头超声印制板公司、上海美维电子有限公司、惠州中京电子科技股份有限公司、苏杭电子有限公司、莆田市涵江区依吨多层多层电路有限公司、东莞康源电子有限公司、广东东硕科技有限公司、生益电子股份有限公司、江西红板科技股份有限公司、欣强电子(清远)有限公司、南亚新材料科技股份有限公司、盐城市贝加尔电子材料有限公司、广东成德电子科技股份有限公司、四川英创力电子科技股份有限公司、四川英创力电子科技股份有限公司、广东工业大学、珠海方正印刷电路板发展有限公司、安捷利（番禺）电子实业有限公司、深圳市美信检测技术股份有限公司。
审查组在听取标准编制组就标准编制过程简介、编制原则和主要技术内容说明、初步意见汇总处理情况等汇报后，本着科学求实、认真负责的态度，逐章逐条对标准送审稿进行了审查，并给出20余条修改意见，其中包括将标准名称由《印制电路板安全性能规范》更改为《印制电路板安全性 一般要求》，工作组对每条意见进行逐条确认，最终全部采纳。
四 标准的适用范围和编制原则
4.1标准的适用范围
本文件规定了印制电路板的安全性能要求和测试方法。本文件适用于刚性印制电路板、厚铜印制电路板、金属基印制电路板、挠性印制电路板。

本文件适用于印制电路板安全性能的评价。符合本文件要求的印制电路板，供需双方若有需要可作进一步考查以作为最终产品的元件而被接收。
4.2 标准的编制原则
本标准在制定中遵循以下基本原则：
1）标准的格式严格按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 ：标准的结构和编写规则》要求；
2） 标准应具有规范性、完整性，内容满足任务书规定的要求。
五 主要技术内容说明

本标准是自主制定，此次属于修订，在修定过程中除了重新评估现有标准中已有的项目（如下）外，需要根据目前印制板发展情况，删除镀层附着力、导电涂层附着力、覆盖膜完整性、增强板附着力、Tg、卤素测试方法、耐溶剂测试方法，新增冷热冲击、吸湿性、盐雾、高温贮存、低温贮存、离子污染度、再流焊、高电流以及焊盘拉脱测试。
六 主要试验（或验证）情况分析
无。
七 知识产权情况说明
本标准不涉及专利和知识产权问题。
八 采用国际标准和国外先进标准情况
本标准中写的测试方法均有对标UL标准、IPC标准、IEC标准，同时结合各PCB制造厂商和行业内知名检测公司的实际做法，符合国际标准的先进水平。
九 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
本标准中写的测试方法均有对标国家标准，同时结合各PCB制造厂商和行业内知名检测公司的实际做法，目前国内并没有一份完整的印制板安全性能的标准，此标准当年的首次发布是填补了国内空白，跟国内相关标准具有协调一致性。

十 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十一 贯彻标准的要求和措施建议
本标准为修订标准，建议加快标准审查、出版速度,以满足行业需求。
十二 替代或废止现行相关标准的建议
本标准替代T/CPCA 6044-2017.
十三 其它应予说明的事项
无。
             《印制电路板安全性 一般要求》工作组
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